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近年、フレキシブルディスプレイの実用化が進み、材料への要求も高まっている。基板材料の候補

として薄いガラスシート、SUS シート、ポリマーフィルムがある。ポリマーフィルムの中でもポリイミ

ドフィルムは、耐熱性があり、軽量で、割れないフレキシブルディスプレイを実現できるため、開発

が進んでいる。当社のポリイミドフィルム XENOMAX®
1)とともに、表１に基板材料の物性を比較した。

XENOMAX®は線膨張係数（CTE）が Si とほぼ同じである点が特徴である。図１にこの XENOMAX®の CTE を

示す。 

しかしながら、フレキシブルなフィルム上に従来のガラス基板を前提とした装置でデバイスを作製

することは困難であった。このため、ガラス上にポリイミドワニス膜を作製して、その上にデバイス

を作製した後にガラスからワニス膜を剥離する 2)、ガラス上に作ったデバイスをポリイミド上に転写す

る 3)などの試みがなされてきている。 

表１ 各種基板材料の特性 

XENOMAX®
PI-A
（PMDA-
ODA系）

PI
（透明）

PC PEN Glass
（OA10G）

SUS
（SUS444）

弾性率 ＧＰａ 8 5 3 1.8 6 73 200

CTE ｐｐｍ／℃ 3 18 57 60-70 13 3.8 10

Density g/cm3 1.5 1.4 1.4 1.2 1.36 2.5 7.7

透過率 ％ BROWN BROWN 90 ＞90 87 92 0

Tg ℃ ＞500 ～400 ～300 160 155
（歪点）
６５０

（Tm）
1430～
1510  

 

我々は、Si や液晶用ガラス基板と同程

度の CTE を持つポリイミドフィルムを開

発し、 このフィルムをフレキシブル基

板として使うため、ガラスに接合する手

法を開発した 4）。 この手法により、ポリ

イミドとガラスを４００℃以上のデバイ

スプロセス温度通過後に簡易に機械剥離

できる。発表では、フレキシブルデバイ

ス用の基板候補として薄ガラス、SUS、ポ

リ マ ー フ ィ ル ム の 材 料 物 性 、                            

フレキシブル基板のガラスへの支持法、         

剥離法を紹介する。               図１ ポリイミドフィルムの CTE    
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